
1 2 3 4

A

B

C

D

4321

D

C

B

A Title

Number RevisionSize

A4

Date: 14-May-2003 Sheet    of 
File: D:\My Documents\Pcb\M3306U.ddb Drawn By:

C12
104

C13
100uF1

2

J2

From Battery

Y1
76.8K

C1 15P

C2 15P

R1
5.1M

C3
104

C5
33P

C6
100P

L2
NA

Y2
27.042M

C8
3P

C7
22P

C9

47P

C10
103

S6
VBS02-03-00

S1 RK

S2 MK

S3 LK

D3 R5

D4
ED80

R4 560R

R2
240K

R3

100K

R9 0

D2 1N5819L1

100uH

R7

10R

R13

NA

R14
10R

R8 15K

Y3

ZTA18.432MX

C18
104

C17
104

C14
104

C15
470uF

C19
10uF

C16
10uF

R5

1.3M

R6
680K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

HAHNTEK

U2 MA60H221

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

16
HAHNTEK

U3

ADNS2030

C11
103

C4

10P

VCC

VDI

VCC

VCC

S5

ENCODER

VB

VCC

L3
LOOP

SDIO

PD

R12

100K
R11
100K

R15

RES1

R10
100R

Q1

2N3906

D1
4148

PJ1

SCD410

1

2

3VO VI

G

U1 XC61C

S4 ID



**

PWB DRILL

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1 701-1020

     3.全部的孔都做貫孔
孔徑如下表所示
本圖是由正面所看到的情形

    2.
1.註



**

PWB MARK

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1 701-1020

註1.本圖是由A面所看到的情形 .
    2.文字印刷的誤差以線路為基
        準在±0.3mm以下. 
    3.孔內不可以有油墨侵入 .
                



**

PWB SOLDER SCREEN A SIDE

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1

       面須做防焊層處理

0.1
防焊層的誤差以線路為基

       ( )焊層處理 為綠漆
本圖塗黑區域以外須做防

       

2.
       準在

3.    

    
± 以下mm

PWB( 903-2022 ) A  的1.註 在

701-1020



**

PWB PATTERN B SIDE

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1

本圖是由背面所看到的情形註1.

銅箔為鍍金   2.

701-1020



**

PWB PATTERN A SIDE

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1 701-1020

本圖是由正面所看到的情形
銅箔為鍍金   2.

註1.



**

PWB SOLDER SCREEN B SIDE

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1

       

在

       準在
本圖塗黑區域以外須做防

       ( )焊層處理 為綠漆

防焊層的誤差以線路為基
       面須做防焊層處理

    3.

    2.

註1. PWB( 903-2022 ) B的

以下mm± 0.1 .

.

701-1020


